
                               

 

 

                  

产品参数： 

  

用途介绍：半自动印胶机用丝网印刷方式，将焊锡膏印刷在贴片产品框架 

          焊接位置上，确保焊锡量大小均匀一致，框架取放位置和工作  

          位置分开，易于操作。 

产品优点：原始沾胶工艺，吸量不稳定位置不准确，不易控制，而本产品 

          专业改造，印刷焊膏量一致，节省焊锡膏 20% 左右，高效率的 

          确保焊点位置准确，提效率高，省人省料，从而做到提高产量。       

应用范围：半自动印胶机适用于印刷各种阶梯高度的框架式贴片产品。 

          例：SMAFL SMBFL SMBF桥 SOD-123 SMA SMB SMC 等等…  

此设备一机多用，操作简捷，便于维修，网板更换方便，受到使用者一致好评 

                                          网址：http:www.gmfsld.com  
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